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LED理論上具有節能、省電、高效率、反應時間快且不含汞等諸多優異特性，已被世人

視作可取代傳統照明產品的固態半導體發光元件/照明技術。LED照明技術發展迄今已近一甲

子，LED元件、構裝、設備、系統產品不斷地蓬勃發展，產品已從早期單色指示燈、交通號

誌等快速滲透至顯示背光、景觀裝置、室內照明、特殊照明，甚至近年來的植物工廠、車輛

照明以及物聯通訊等應用領域。根據工研院IEK的調查研究，2014年全球高亮度LED市場規模

已達到146億美元，2015年將可成長至189億美元。

隨著LED產品的演化，LED構裝技術也從早期出光效能、可靠度提升，向系統整合、標

準與法規制訂以及上游構裝材料驗證等全方位發展推進。本期專題中的「LED應用於作物栽培

與植物燈認證發展現況」一文，將以巨峰葡萄於夜間輔助照明之LED最適化人工光源技術為背

景，介紹藉由提供葡萄植株最適化的吸收光質，以提高果實生長著果率，並大幅減少每年電

費支出的情形；在植物燈光源測試與認證部分，則根據國際照明委員會(CIE)提供之標準測試

方法，建立符合植物燈之量測光合有效輻射(PAR)以及符合全國認證基金會(TAF)之ISO 17025

規範的植物照明測試實驗室。自白光LED發展以來，利用螢光材料所製作的白光發光二極體

因具有製作簡單、驅動容易、成本低廉等多項優點，在未來的照明與顯示應用中勢必將為主

流光源。高性能螢光材料一直扮演著相當重要的角色，「LED用螢光材料技術之現況及發展趨

勢」一文針對相關技術現況及發展趨勢，進行重點式的探討及評估。LED構裝上游原料商在開

發新材料時，往往面臨到①材料開發項目及目標與構裝廠的實際需求無法有效整合；②封裝

材料測試結果無法有效對應LED構裝產品表現等困境，導致材料開發及驗證期程冗長的瓶頸。

「利用高效能LED構裝驗證平台探討影響SMD LED耐硫化特性的因素」一文介紹如何以LED構

裝材料驗證平台有系統地探討主要影響SMD LED封裝元件耐硫化表現因素，並進而提出學理

依據的材料改善對策。「高溫儲放對透明矽氧烷改質環氧樹脂混成配方熱安定性及其對LED封

裝元件出光影響效應研究」則是介紹如何整合透明封裝材料機械、自由體積變化、光學特性量

測分析驗證出影響LED構裝封裝元件高溫可靠度變化的材料後硬化現象和成因。

工研院材化所投入高性能LED照明構裝材料開發多年，在散熱基板、螢光粉、封裝材料

以及光學設計上已建置核心技術與系列性關鍵專利。近年更建置了相關的技術創新平台，藉

此與全球LED照明產業領導廠商共同合作開發。未來則更希望為台灣LED照明產業持續保有

強勁競爭力貢獻一己之力。


